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摘要(译)

公开了一种超声探头，其中具有内置引线阵列的背衬设置在换能器阵列
的后表面侧，并且连接到引线阵列的背衬端子阵列设置在背衬的下表面
上。在背衬和电子基板之间提供中继基板。中继基板设置有对应于背衬
端子阵列的电极部分阵列。电极部分包括：连接到背衬端子的基板端子;
用于衬底内部布线的通孔，所述通孔形成在偏离衬底端子的位置;以及将
基板端子和通孔彼此连接的导电路径。电极部分阵列包括发送电极部分
阵列和接收电极部分阵列。传输电极部分阵列的移位方向和接收电极部
分阵列的移位方向彼此不同。
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